CARRIERS5

20150527, modifierad 20150603, Métningar Note 20150618/When in Lund

Matningar som ska utforas &r resistansen mellan spanningar och jord, och spanningsfallet Gver
skyddsdioden pa SALTROn. Den forsta matningen &r for att upptacka fel pa chippet, den andra for att

kontrollera om det finns kontakt mellan bararkort och chip pad. Métningarna gors efter varje steg i
monteringsproceduren.

Mitningen 6ver skyddsdioden pa SALTRO chippet kan géras med en multimeter med
diodmaétningsfunktion, med Common (‘-’) mot chip padden och V (‘+’) mot jord.
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Maétning av resistansen mellan spanningar och jord

Bilden ar sedd fran chip sidan
Gors av NOTE
Med bondat chip, inga komponenter monterade

Mt resistansen mellan paddarna pa bararkortet dar avkopplingskondensatorerna monteras.

Tabellen ger mdtviirden for kapslade chip (QFP4,QFP6) och bdrarkort (Carrierl,Carrier2), samt
bérarkortet under test (Carrier5). Virden i Ohm. Mditningar som inte gjordes dr markerade med ‘-’.

Power - Gnd QFP4 QFP6 |Carrierl |Carrier2 |Carrier5/Lund
AdcAPower - AdcAGnd |10.16k |- - 9.14k 8.18k/9.5
AdcDPower - AdcDGnd |45k 71k 59k 83k 25.9k/65
DigPower - DigGnd 608 - - 603 403/568
IOPower - I0Gnd >200k |- - >200k | 203k/185
PasaPower - PasaGnd 622 - - 648 580/458

OBS: Jordarna dr ihopkopplade pa SALTRO chippet.

Matpunkter for ett par av spanning och jord &r forbundna med bla linjer och med + som spanning och —

som jord.
T

PasaPower
20 19 16 17 16 15 14 13 12 11 1w 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PasaGnd

L el Y| H .
(-PT"‘L?‘T\”H “i“‘t“‘\“"\“i“",“l:‘t‘{“ﬂ o

B18 Bi7 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 BE Bf B6 B5 B4 B3

|

AdcAGnd

—_— E AdcAGnd
—+ L AdcaPower

1
b

LY

J €18 Gy G168 G156 G134 13
: B20 D189 D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D3 DB D7
N
M
|
4
—_— AdcDGnd
| teor 7 [ | AdcAGnd
+ C owWer i
18 H17 Hi16 Hi5 Hi4 H13 Hi12 Hi1 Hi0) (H® He HF He
AdeCIk « 3 fite Hiz Wi His H4 HIS Wiz Hil Hig

he 45 144 iag L 9 is

20150527

DigGnd DigPower I0Power 10Gnd

Ly L



Métning av férbindelse med ADC klockorna

Bilden éar sedd fran chip sidan
Gors av NOTE

Med bondat chip, inga komponenter monterade:

1) Diodtest mellan bararkortets pad méarkt AdcClk och jord pa bararkortets padden méarkt AdcDGnd
forvéntat varde: ca 0.8V

Om det dr majligt utan risk att skada nagot (antagligen ar chip pad for liten for att sétta en méatprob pa)
och man inte far férvantat varde vid diodtesten pa AdcClk:

1) Mt resistansen mellan AdcClk pa chip pad och AdcClk pa motstandspadden markt AdcCIk.
Forvantat virde 0 Ohm

2) som jamforelse diodtest mellan AuxClk pa chip pad och jord pa padden markt AdcDGnd
forvéntat varde: ca 0.8V

3) som jamforelse diodtest mellan ClkSel pa chip pad och jord pa padden markt AdcDGnd
forvéntat véarde: ca 0.8V

Med bondat chip, med komponenter monterade:

2) Diodtest mellan jord pa bararkortets pad markt AdcDGnd och motstandspadden pa bararkortet
markt H20. (H20 ar beteckningen pa bollen fér AdcClk).

forvéntat varde: ca 0.8V

Om det dr majligt och man inte far férvéantat véarde vid diodtesten pa AdcClk:

Resistansen mellan AdcClIk pa chip pad och pa motstandspadden méarkt H20

(H20 &r beteckningen pa bollen for AdcClk).
forvantat varde: 0 Ohm.
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Dubbla bondtradar mellan H20 och AdcClk. Uppmitt varde AdcDGnd — H20: 0.779V



Métningar fran béararkortets undersidan

Bilderna &r sedda fran bollsidan.

Bilderna visar var bollarna for spanningar och jord finns.
Gors av NOTE och Lennart

Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat
Mit pa bollsidan.

Mt resistansen mellan spdnning och jord:

AdcAGnd (D7-D20) - AdcAPower (C13-C18)

AdcDGnd (H6-H9) — AdcDPower (G7-G14)

DigGnd (H10-H18) — DigPower (G3,H2,H3,K,4,K5)

I0Gnd (J5-J15) — IOPower (K6,K7,K14-K16,L.5,1.6,1.8-1.10,1.13-L.16)
PasaGnd (B3.B18) — PasaPower (C5-C12)

forvantat varde, se tabell pa sidan 2.
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Diodtest for Adc klockor

Bilderna &r sedda fran bollsidan
Gors av NOTE och Lennart
Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat

Mait mellan:
Carrier 5 pa Note/Lund
AdcClk (H20) och AdcDGnd (H6-H9) : ca 0.8V 0.777V/0.80
AuxClk (G18) och AdcDGnd (H6-H9) : ca 0.8V 0.777V/0.79
ClkSel (H19) och AdcDGnd (H6-H9) : ca 0.8V 0.777V/0.80
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Diodtest fér ChipAddress

Bilderna &r sedda fran bollsidan
Gors av NOTE och Lennart
Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat

Mait mellan:

H1, J2,J3,J4,J17,J19,J20 och IOGnd (J5-J15) : ca 0.4V
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Vérden uppmatta pa Note: 0.389 — 0393V/Lund 0.423
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Diodtest for dataledningar

Bilderna dr sedda fran bollsidan. Gors av NOTE och Lennart.
Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat

Mait mellan:
100 (N1) och IOGnd (J5-J15) : 0.43V

1039 (M20) och I0Gnd (J5-J15) : 0.43V
OBS: Pa carrier4 idr 37 och 38 kortslutna och de har virdet 0.40V.

Virden uppmadtta pa Note: 0.386-0.390V. Lund: BDO1 - 0.96, 6vriga 0.42

Kortslutningar mellan datalednningar

Mt mellan intillagande dataledningar eller pa de som har avvikande vérden pa diodtesten:
0-1 (N1-M1), 1-2(M1-N2), 2-3(N2-M2), 3-4(M2-N3), ... 38-39 (N20-M20). Gjordes ej.
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Diodtest f6r kontrollsignaler

Bilderna &r sedda fran bollsidan

Gors av NOTE och Lennart

Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat

Mait mellan Kontrollsignaler (> to chip, < from chip) och I10Gnd (J5-J15) = 0.4V:

>L2Y (L2)

<ACKEN (L3)

<ACK (L4)

>RdoClk (L11)
<Datastrobe (L.17)
<Transfer (L.18)
<Transferenable (1.19)
<Error (L20)

>Trigger (K1)
>Testmodeselect (K3)
<Doloenable (K18)
>Globalreset(K19)
>Write (K20)
>Commandstrobe (J16)
>Reset (J18)

Virden uppmatta pa Note: 0.389-0.395V, Lund: 0.42-0.43

Forutom:

K1 (trgb), J16 (cstb), L20 (errorb) odndligt:

Dessa hade inga bondtradar. I ett av de tre fallen var det en bondning pa chippet som hade slédppt (eller
aldrig tagit riktigt ordentligt). Dom andra tva var mer fundamentala, déar trdden hade gatt av resp
saknades helt.
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Diodtest for pca instéllningar

Bilderna &r sedda fran bollsidan

Gors av NOTE och Lennart

Med bondat chip, komponenter monterade, ej globbat

Mait mellan pca instdllningar och PasaGnd (J5-J15) = 0.811V:

Pasa instédllningar och PasaGnd (B3-B18) Carrier5/Lund
Shutdown (A2) 0.783/0.8
preampmode (C3) 0.783/0.8
gainl (A19) 0.782/0.8
gain2(B19) 0.782/0.8
shaperl (A20) 0.782/0.8
shaper2 (C19) 0.782/0.8
shaper3 (B20) 0.782/0.8
polarity (C20) 0.782/0.8
decaybias (C4) 0.787/0.8
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Referensspé&nningar
Referensspanningar AdcAGnd (H6-H9) Carrier 5 Note/Lund
RefP (E1,G19) 0.319V,0.319V 0.275V, 0.275V/0.309,0.309
RefN (C1,E19) 0.319V,0.319V 0.275V,0.275V/0.308,0.308
Vem (E2,E20) 0.706V,0.706V 0.686V,0.686V/0.703,0.703
cmoutl (G20) 0.797V 0.770V/0.794
cmout? (G1) 0.798V 0.771V/0.793
bias (D3) 0.813 (cal:rier/PGA) odndligt/0.808
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Diverse

Carrier 5 Note/Lund

Carrier PGA
0.808 0.811
0.404

Diverse:

0.095V (219 0hm)/0.805

0.338V/0.406

testmode (A1) ?Gnd
pasatestn (B1) PasaGnd
pasatestp (B2) ?Gnd
adctestp (D2) ?Gnd
adctestn (C2) ?Gnd

0.340V/0.409

0.355V/0.420

0.419

0.356V/0.420

20

16 17 18 19

5

® O 000000 OOOOSOSIOOOO0OEO

—
-+
—
v
—
«]
—
—
—
=]
—
=)
oo

20000 00 000aa6H6o0606060O

0460600000 H0O0DDOGSOOO

000000 OGDLOOOSLS

& 0

: o000 0000
A 00QAT OO 0000000066000 O

/0 Qa0 00 00D0DOOOCOOCOOCDOEQOEAQAO

000060000

o o0oODOOGOGOLIPIIIGGAGAaAAQ S
OO OOOOOOLOOLOLOOOOLOLOLOOS

800606

o> oo e e

6 7 8 9 i[l 11 12 13 14 1516 17 18 19 20

. MisciTest

20150526



17

Pasa inputs:
in0-in15 (A18-A15) PasaGnd (B3-B18). Forvantat varde 0.805V
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Viarden uppmatta pa Note: 0.779V pa alla, Lund: 0.801
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Kortslutningar

De diodtester som i dvrigt ger avvikande vérden bor testas mot kortslutningar mot intilligande pinnar
samt mot jord/spanning.

Detta bedoms under méatningens gang.

Inga métningar gjordes pa Note.



19

Problem
Problem: tre bondtradar saknas (se sidan 12)
Boll Chip pad Signal
K1 125 trgb
J16 41 cstb
L20 44 errorb

Problem: tva signaler har inte kompatibla varden vid diodtest (se sidan 15 och 16) jamf6ért med annan

carrier och PGA kapseln.

Boll Chip pad Signal

D3 146 Bias (ingen kontakt?)

Al 166 Testmode (kontakt med PasaPower?)

Efter globbning

Matningarna pa bollsidan upprepas efter globbning.

Gors antingen pa Note eller i Lund.

Forslag:

1) Bias och testmode undersoks pa Note

2) Saknade bondtradar bondas och kondensatorer monteras
3) Mitningarna upprepas av Note

4) Globbas

5) Matningarna upprepas av Note

6) Kortet skickas for bollning

7) Kortet levereras till Lund

8) Mitningarna upprepas av Lund

9) Kortet testas i Lund

Andra métningar:
ScanEn: 0.425
ScanMode: 0.425
tstout2: oandligt
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